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(57) Abstract: The invention relates to a sensor device (100), which comprises a holder (1) and a sensor chip (2), the sensor chip being
inserted into an opening (11) in the holder and being held therein at least by a clamping force, the sensor chip comprising a sensor
material (21) and at least two electrical connections (22), the holder comprising at least one spring contact (12), which in the inserted
state of the sensor chip is electrically conductively connected to one of the at least two electrical connections and brings about at least
part of the clamping force.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Sensorvorrichtung (100) angegeben, die einen Sockel (1) und einen Sensorchip (2) aufweist,
wobei der Sensorchip in eine Offnung (11) des Sockels eingeschoben und in dieser zumindest durch eine Klemmkraft gehalten ist,
wobei der Sensorchip ein Sensormaterial (21) und zumindest zwei elektrische Anschliisse (22) aufweist, wobei der Sockel zumindest
einen Federkontakt (12) aufweist, der im eingeschobenen Zustand des Sensorchips elektrisch leitend mit einem der zumindest zwei
elektrischen Anschliissen verbunden ist und zumindest einen Teil der Klemmkraft bewirkt.
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SENSORVORRICHTUNG AUFWEISEND EINEN SOCKEL MIT
FEDERKONTAKTEN

Es wird ein Sensorvorrichtung angegeben.

Die elektrische Kontaktierung und die mechanische Fixierung

von bedrahteten Sensorelementen, insbesondere von bedrahteten

Sensorchips, in entsprechenden Systemen erfordert eine
zuverlassige Verbindung der externen Anschliisse mit dem
Sensorelement. Aulerdem bendétigen bedrahtete Sensorelemente
zur mechanischen Stabilisierung und zum Schutz der
Verbindungsstellen eine Umhiillung. Zusatzlich miissen solche

Sensorelemente zur mechanischen Stabilitdat gehalten werden.

Typischerweise weisen bedrahtete Sensorelemente wie

beispielsweise Temperatursensorelemente diinne Anschlussdrahte

auf, die mit flexiblen Litzenleitungen oder starren
Kontaktstiften zur elektrischen Kontaktierung verbunden
werden. Ublicherweise werden dazu externe metallische
Anschliisse wie beispielsweise Litzenleitungen, Einzeldrahte
oder Kontaktstifte direkt mit dem Sensorelement
stoffschliissig verbunden. Vorwiegend kommen dazu L&t- oder
Schweilverbindungen zum Einsatz. Weiterhin sind auch Crimp-

Verbindungen moglich.

Im Falle einer Montage von Sensorchips auf elektrischen
Schaltungstragern wie etwa PCB- oder DCB-Leiterplatten (PCB:
.pPrinted circuit board“; DCB: ,direct copper bonded™), die
meist nur keramische Materialien und Elektroden aufweisen,
besteht oft der Nachteil, dass die Sensorchips die

Belastungen im Montageprozess, beispielsweise hinsichtlich
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der Prozesstemperatur und dem Prozessdruck, nicht aushalten

oder die Chip-Charakteristik nachteilig beeinflusst wird.

Um eine ausreichende mechanische Stabilitat und exakte
Positionierung so kontaktierter Sensorelemente im System zu
erreichen, sind meist zusadtzliche MaBnahmen erforderlich. Zur
Sicherstellung der elektrischen Isolation der Anschlussdréhte
zueinander und zum Gehduse, insbesondere im Falle wvon
metallischen Werkstoffen, muss weiterhin ein entsprechender
zusdtzlicher Schutz vorgesehen werden. Dazu werden entweder
Isolierschladuche iber die Anschlussdrdhte und Verbindungs-
stellen geschoben oder diese nachtraglich beschichtet. Diese
so vorbereitete Baugruppe wird dann meist in ein Geh&duse
verbracht und vergossen, um eine ausreichende mechanische
Stabilitat zu gewdhrleisten und einen thermischen Kontakt
zwischen Sensorelement und Gehduse herzustellen. Durch die
flexiblen Anschlussleitungen ist eine exakte und
reproduzierbare Positionierung im Gehaduse oft gar nicht oder

nur sehr aufwendig und nur eingeschrankt mdéglich.

Weiterhin sind Lotverbindungen typischerweise nur
eingeschrankt fliir héhere Temperaturen geeignet und erfordern
aufgrund der Verwendung von Flussmitteln einen zusdtzlichen
Reinigungsschritt. SchweiBverbindungen sind nur bei
bestimmten Metallpaarungen moéglich, wohingegen Crimp-
Verbindungen auch nur eingeschrankt temperaturbestdndig sind
und einen relativ groBen Bauraum im Gehause bendtigen, so

dass diese nur fir Litzenleitungen geeignet sind.

Beidseitig metallisierte Sensorchips oder oberflachen-
montierbare Chips werden lUblicherweise mittels Loten, Kleben
oder Ag-Sintern direkt auf Leiterplatten montiert. Die bei

der Montage auftretenden Relastungen durch die
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Prozesstemperaturen, Atmosphdren und mechanischen Belastungen
kébnnen jedoch zu Beschadigungen wie Rissen, Abplatzungen etc.
an den Chips fiithren oder die elektrischen Eigenschaften der

Materialien verandern.

Zumindest eine Aufgabe von bestimmten Ausfihrungsformen ist

es, eine Sensorvorrichtung anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch einen Gegenstand gemal dem unabhan-
gigen Patentanspruch geldst. Vorteilhafte Ausfihrungsformen
und Weiterbildungen des Gegenstands sind in den abhangigen
Anspriichen gekennzeichnet und gehen weiterhin aus der

nachfolgenden Beschreibung und den Zeichnungen hervor.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist eine Sensor-
vorrichtung einen Sockel und einen Sensorchip auf. Der
Sensorchip kann in den Sockel, insbesondere in eine Offnung
des Sockels, eingeschoben werden. Im fertiggestellten Zustand
verbleibt der Sensorchip im eingeschobenen Zustand im Sockel.
Weiterhin kann der Sensorchip im Sockel, also insbesondere in
einer Offnung im Sockel, zumindest durch eine Klemmkraft
gehalten sein. Die Ausibung der Klemmkraft kann besonders
bevorzugt durch das Einschieben des Sensorchips in den Sockel
bewirkt werden. Mit anderen Worten kann es mdglich sein, dass
auBer dem Einschieben des Sensorchips in den Sockel keine
welteren MaBnahmen erforderlich sind, um die Klemmkraft auf
den Sensorchip auszulben. Sofern nicht anders beschrieben
bedeuten ein ,Einschieben™ und ein ,eingeschobener Zustand"“
stets ein in Bezug auf die fir den Betrieb vorgesehene
Position des Sensorchips vollstandiges Einschieben des
Sensorchips in den Sockel und somit auch einen vollstandig
eingeschobenen Zustand, also einen Zustand, in dem der

Sensorchip im Betrieb dauerhaft im Sockel verbleibt. Der
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Sensorchip kann im vollstadndig eingeschobenen Zustand
bevorzugt komplett innerhalb der Offnung des Sockels

angeordnet sein.

Der Sensorchip weist ein Sensormaterial und zumindest zwei
elektrische Anschlisse auf. Die elektrischen Anschlisse

kénnen beispielsweise durch Elektrodenschichten bildende

Metallisierungen auf dem Sensormaterial aufgebracht sein. Der

Sensorchip ist insbesondere als sogenannter unbedrahteter
Sensorchip ausgebildet. Das bedeutet, dass der Sensorchip
keine Drahtverbindungen aufweist und durch keine
Drahtverbindungen mit dem Sockel beziehungsweise Teilen des
Sockels verbunden ist. Vielmehr weist der Sensorchip zur
elektrischen Kontaktierung nur die elektrischen Anschliisse

auf.

Der Sensorchip kann beispielsweise ein Temperatursensorchip
sein, so dass die Sensorvorrichtung zur Temperaturmessung
vorgesehen und eingerichtet sein kann. Hierzu kann der
Sensorchip als Sensormaterial ein Thermistormaterial
aufweisen. Das Thermistormaterial kann beispielsweise ein
HeiBleiter- beziehungsweise NTC-Thermistormaterial (NTC:
.Negative temperature coefficient™) oder ein Kaltleiter-
beziehungsweise PTC-Material (PTC: ,positive temperature
coefficient™) sein. Beispielsweise werden Temperaturen fir
die Uberwachung und Regelung in unterschiedlichsten
Anwendungen vorwiegend mit keramischen HeiRleiter-
Thermistorelementen gemessen. Der Sensorchip kann
beispielsweise im Wesentlichen durch das chipfdérmig

ausgeformte Sensormaterial mit aufgebrachten elektrischen

Anschliissen in Form von Elektrodenschichten ausgebildet sein.

Weiterhin sind auch andere Sensorchiptypen sowie andere

Sensormaterialien und Ausgestaltungen moglich.
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Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weist der Sensorchip

senkrecht zu einer Einschubrichtung einen Sensorchipgquer-

schnitt auf. Die Offnung im Sockel, in die der Sensorchip

eingeschoben wird, kann senkrecht zur Einschubrichtung einen
Offnungsquerschnitt aufweisen. Der Sensorchipquerschnitt und
der Offnungsquerschnitt sind besonders bevorzugt geometrisch
ahnlich. Mit anderen Worten weisen der Sensorchipquerschnitt
und der Offnungsquerschnitt eine gleiche oder im Wesentlichen
gleiche geometrische Form auf, wobei der Offnungsquerschnitt
etwas groBer als der Sensorchipquerschnitt sein kann, um ein

Einschieben des Sensorchips in den Sockel zu ermdglichen.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform sind der Sensorchip und
die Offnung verdrehsicher ausgebildet. Das kann bedeuten,
dass der Sensorchipquerschnitt und der Offnungsquerschnitt so
ausgebildet sind, dass der Sensorchip nur in einer bestimmten
Orientierung in die Offnung eingeschoben werden kann. Der
Sensorchip und der Sockel, insbesondere der Sensorchip und
die Offnung, kénnen hierzu korrespondierende Verdreh-
sicherungselemente aufweisen. Beispielsweise kann der
Sensorchip eine Kerbung aufweisen, in die eine Erhebung in

der Innenwand des Offnung eingreifen kann, oder umgekehrt.

GemidlR einer weiteren Ausfithrungsform weist die Offnung einen
Tiefenanschlag auf. Hierzu kann die Offnung beispielsweise
als Sackloch ausgebildet sein, das bis zur gewlinschten
Einschubtiefe des Sensorchips in den Sockel hineinreicht.
Weiterhin kann der Tiefenanschlag durch eine Verdnderung des
Offnungsquerschnitts, beispielsweise in Form einer stufen-
férmigen Verkleinerung des Offnungsquerschnitts oder in Form
einer zapfenfdérmigen Ausbuchtung in der Offnungsinnenwand,

gebildet sein.
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Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform weist der Sockel
zumindest einen Federkontakt auf, der im eingeschobenen
Zustand des Sensorchips elektrisch leitend mit einem der
zumindest zweil elektrischen Anschliisse des Sensorchips
verbunden ist und der zumindest einen Teil der Klemmkraft
bewirkt. Der Federkontakt kann beispielsweise durch ein
selbsttragendes Element mit oder aus einem oder mehreren
Metallen gebildet sein. Der Sockel kann weiterhin ein
Sockelelement aufweisen, das die Offnung aufweist, in die der
Sensorchip eingeschoben ist. Der zumindest eine Federkontakt
kann im Sockelelement angeordnet sein. Das Sockelelement kann
somit zusammen mit dem zumindest einen Federkontakt und
gegebenenfalls mit zumindest einem weiteren Kontaktelement
den Sockel bilden. Das zumindest eine weitere Kontaktelement
kann insbesondere zur elektrischen Kontaktierung eines
elektrischen Anschlusses des Sensorchips vorgesehen und
eingerichtet sein, die nicht durch einen Federkontakt
kontaktiert wird. Das zumindest eine weitere Kontaktelement
kann besonders bevorzugt wie der zumindest eine Federkontakt,

jedoch ohne federnde Eigenschaften, ausgebildet sein.

Besonders bevorzugt kann der zumindest eine Federkontakt, im
Gegensatz zu einem weiteren Kontaktelement, einen federnden
Bereich aufweisen, der beim Einschieben des Sensorchips in
den Sockel verformt wird und der bestrebt ist, in seine
urspringliche Position zurickzukehren, wodurch eine die
Klemmkraft zumindest teilweise bildende Kraft auf den
Sensorchip, insbesondere auf einen elektrischen Anschluss des
Sensorchips, ausgelibt werden kann. Besonders bevorzugt kann
der zumindest eine Federkontakt einen federnden Bereich
aufweisen und nur der federnde Bereich den Sensorchip, also
insbesondere einen elektrischen Anschluss des Sensorchips,

berihren. Weiterhin kann der zumindest eine Federkontakt
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einen Anschlussbereich aufweisen, der aus dem Sockel, also
insbesondere das Sockelelement, herausragt und iber den der
Federkontakt von auBerhalb des Sockels elektrisch
kontaktierbar ist. Ist zumindest ein weiteres Kontaktelement
zusdtzlich zum zumindest einen Federkontakt zur elektrischen
Kontaktierung zumindest eines elektrischen Anschlusses des
Sensors vorhanden, kann dieses ebenfalls einen solchen

Anschlussbereich aufweisen.

Zumindest einer und bevorzugt jeder Anschlussbereich des
zumindest einen Federelements und/oder des zumindest einen
weiteren Kontaktelements kann in Form von Kontaktpins aus dem
Sockelelement herausragen, so dass die Sensorvorrichtung mit
den Anschlussbereichen in Kontaktdffnungen eines Gehéduses
oder Tragers wie beispielsweise einer Leiterplatte geschoben
werden kann. Weiterhin kann zumindest einer und bevorzugt
jeder Anschlussbereich des zumindest einen Federelements
und/oder des zumindest einen weiteren Kontaktelements
abgewinkelt und abgeflacht ausgebildet sein, so dass die
Sensorvorrichtung als SMT-Bauelement (SMT: ,surface-mount
technology™, Oberflachenmontage) ausgebildet sein kann und
beispielsweise direkt auf einem Tradger wie einer Leiterplatte

durch Loten oder Ag-Sintern montiert werden kann.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform ist der zumindest eine
Federkontakt zumindest teilweise in einer in der Offnung
ausgebildeten Nut angeordnet. Mit anderen Worten weist der
Sockel ein Sockelelement mit der Offnung und zumindest einer
in der Offnungsinnenwand ausgebildeten Nut auf. Die Nut kann
insbesondere so ausgebildet sein, dass der zumindest eine
Federkontakt bis auf einen Teil, der zum mechanischen Kontakt
mit dem Sensorchip vorgesehen ist, also insbesondere einem

Teil eines federnden Bereichs, vollstandig in der Nut
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angeordnet ist und somit den flir den Sensorchip vorgesehenen
Offnungsquerschnitt nicht verkleinert. Weiterhin kann die Nut
einen Hinterschnitt aufweisen, in den der zumindest eine
Federkontakt eingreift. Hierdurch kann der zumindest eine
Federkontakt im Sockelelement zumindest entlang einer
Richtung, die insbesondere der Einschubrichtung des
Sensorchips in die Offnung entsprechen kann, zumindest bei
eingeschobenem Sensorchip verankert sein. Insbesondere kann
der federnde Bereich des Federkontakts in den Hinterschnitt

eingreifen.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform weist der Sockel im
Sockelelement zumindest zweil Federkontakte auf. Entsprechend
kann der Sockel zumindest zwei Federkontakte aufweisen, wvon
denen jeder im eingeschobenen Zustand des Sensorchips
elektrisch leitend mit einem der zumindest zwei elektrischen
Anschiissen des Sensorchips verbunden ist und zumindest einen
Teil der Klemmkraft bewirkt. Jeder der Federkontakte kann
Merkmale gemaB der vorherigen Beschreibung aufweisen.
Besonders bevorzugt konnen alle Federkontakte gleich
ausgebildet sein. Beispielsweise kann der Sockel genauso
viele Federkontakte wie der Sensorchip elektrische Anschliisse
aufweisen, so dass jeder der elektrischen Anschliisse mittels
eines Federkontakts kontaktiert wird. Weist der Sensorchip
beispielsweise genau zweil elektrische Anschliisse auf, kann

der Sockel auch genau zweil Federkontakte aufweisen.

Beispielsweise konnen die zumindest zwei Federkontakte
entlang einer gleichen Richtung Krdfte auf den Sensorchip
ausiben. Hierbei konnen die zumindest zwei elektrischen
Anschliisse auf einer gleichen Seite des Sensormaterials
angeordnet sein. Weiterhin kdnnen die zumindest zwei

Federkontakte entlang entgegengesetzter Richtungen Krafte auf
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den Sensorchip ausiiben. Hierbei kodnnen die zumindest zwei
elektrischen Anschliisse auf sich gegeniiberliegenden Seiten
des Sensormaterials angeordnet sein. Die Anzahl und Anordnung
der elektrischen Anschliisse und entsprechend der Feder-
kontakte und gegebenenfalls weitere Kontaktelemente im Sockel
kann entsprechend der Ausgestaltung des Sensorchips angepasst

werden.

Bei dem Sensorchip kann es sich besonders bevorzugt
beispielsweise um eine das Sensormaterial bildende
Keramikscheibe, beispielsweise mit einem PTC- oder NTC-
Material, handeln, die auf zwei gegeniilberliegenden Fl&chen
eine Metallisierung als elektrische Anschliisse aufweisen. Der
Querschnitt des Sensorchips parallel zur Einschubrichtung in
den Sockel und damit beispielsweise auch die Form der
elektrischen Anschliisse kénnen bevorzugt rechteckfdérmig oder
kreisfdérmig sein. Es ist auch mdglich, dass andere Sensor-
chips wie beispielsweise Platin-Elemente mit auf einer Flache
befindlichen elektrischen Anschliissen in Form wvon

Elektrodenschichten eingesetzt werden.

Gemdl einer weiteren Ausfithrungsform weist der Sockel,
insbesondere das Sockelelement, ein Keramikmaterial auf.
Insbesondere bei geringen Einsatztemperaturen im Bereich von

bis zu 300°C kann der Sockel auch einen Kunststoff aufweisen.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform ist zur zusatzlichen
Fixierung des Sensorchips in der Offnung zwischen einem
elektrischen Anschluss und dem zumindest einen Federkontakt,
durch den dieser elektrische Anschluss des Sensorchips
kontaktiert wird, ein Verbindungsmaterial angeordnet. Das
Verbindungsmaterial kann insbesondere fir eine stoff-

schlliissige Verbindung zwischen dem Federkontakt und dem
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elektrischen Anschluss vorgesehen und eingerichtet sein und
beispielsweise ein Lot, ein Sintermaterial oder einen
elektrisch leitenden Klebstoff aufweisen oder daraus sein.
Insbesondere kann das Verbindungsmaterial vor dem Einschieben
des Sensorchips in den Sockel auf dem zumindest einen
Federkontakt und/oder auf dem entsprechenden elektrischen
Anschluss aufgebracht werden. Ein Sintermaterial kann als
entsprechende Paste aufgebracht werden, ein Klebstoff in
einer noch nicht ausgehdrteten Form. Ein Lot kann beispiels-
weise ebenfalls als Paste aufgebracht werden oder auch als
sogenannte Lot-Preform wadhrend des Einschiebens des
Sensorchips in die Offnung mit eingebracht werden. Durch eine
Temperaturbehandlung nach dem Einschieben des Sensorchips
kann das Verbindungsmaterial entsprechend ausgehédrtet
beziehungsweise aufgeschmolzen und wieder verfestigt werden,
wodurch zusdtzlich zur Klemmkraft eine stoffschliissige
Haltekraft hervorgerufen werden kann. Dies kann auch bei
Reduzierung oder Verlust der mechanischen Spannkraft des
zumindest einen Federkontakts einen dauerhaften elektrischen

Kontakt sicherstellen.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform kann der Sockel ein
separates Bauteil sein, mit dem die Sensorvorrichtung in
einem Gehduse oder System angeordnet werden kann. Weiterhin
kann die Sensorvorrichtung Teil eines Systems sein, wobei
insbesondere der Sockel als Teil eines Gehduses ausgeformt
ist. Mit anderen Worten weist das Gehduse einen Teil auf, der
den hier beschriebenen Sockel bildet. Hierbei kann bevorzugt
das Sockelelement Teil des Gehduses sein und beigspielsweise
auch einstiickig mit dem Gehéduse oder einem Teil des Gehéduses

ausgeformt werden.
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Die Aufgabe einer mechanisch stabilen und prazisen
Positionierung zusammen mit einer elektrischen Kontaktierung
des Sensorchips im Sockel und damit auch in einem Gehause
oder System wird durch den vorab beschriebenen Sockel mit
Steckkontakt zur Aufnahme des Sensorchips erfiillt. Wie
weiterhin beschrieben wird bevorzugt ein unbedrahteter
Sensorchip verwendet, das ein Sensormaterial mit mindestens
zwel darauf befindlichen, durch elektrische Anschliisse
gebildeten Elektrodenfldchen aufweist, der in die als Kavitat
ausgebildete Offnung des Sockels eingesteckt ist. Der Sockel
und insbesondere das Sockelelement ist bevorzugt so geformt,
das durch die im Sockel angeordneten Kontakte die elektrische
Anbindung gewahrleistet und gleichzeitig eine mechanisch
stabile Positionierung des Sensorchips ermdéglicht werden.
Mindestens ein Kontakt ist hierzu wie beschrieben als
Federkontakt ausgebildet, wodurch eine Klemmkontaktierung des
Sensorchips erreicht wird. Vorteilhafterweise sind der oder
die als Klemmkontakte ausgebildeten Federkontakte in einer
Nut versenkt und berithren die elektrischen Anschliisse des
Sensorchips wie beschrieben nur mit dem jeweiligen federnden
Bereich. Zur Sicherstellung der Fixierung eines Federkontakts
in der Nut kann diese wie beschrieben besonders bevorzugt mit

einem Hinterschnitt versehen sein.

Bei der hier beschriebenen Sensorvorrichtung ist es somit
moglich, eine einfache Aufnahme fiir den Sensorchip mit einer
geeigneten elektrischen Kontaktierung bereitzustellen, ohne
zusdtzliche Drahtanschliisse und Verbindungsstellen zum
Sensorchip zu schaffen. Beispielsweise kann die
Sensorvorrichtung als Temperatursensor in Automotive-,
Haushalts- und Industrieanwendungen ausgebildet sein.

Weiterhin kann die beschriebene Technologie auch fir andere
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Sensorchiptypen sowie auch fiir andere elektronische

Bauelemente geeignet sein.

Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausfiihrungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren beschriebenen Ausfihrungs-

beispielen.

Es zeigen:

Figuren 1A bis 1C schematische Darstellungen einer
Sensorvorrichtung gemall einem Ausfihrungsbeispiel,

Figuren 2A bis 2F schematische Darstellungen einer
Sensorvorrichtung gemdl einem weiteren
Ausfihrungsbeispiel,

Figuren 3A und 3B schematische Darstellungen von
Sensorvorrichtungen gemal weiteren
Ausfihrungsbeispielen,

Figuren 4A bis 4F schematische Darstellungen einer
Sensorvorrichtung gemdl einem weiteren
Ausfihrungsbeispiel,

Figuren 5 und 6 schematische Darstellungen von
Sensorvorrichtungen gemal weiteren
Ausfihrungsbeispielen,

Figuren 7A bis 7F schematische Darstellungen einer
Sensorvorrichtung gemdl einem weiteren
Ausfihrungsbeispiel und

Figuren 8 und 9 schematische Darstellungen von
Sensorvorrichtungen gemal weiteren

Ausfihrungsbeispielen.

In den Ausfihrungsbeispielen und Figuren ké&nnen gleiche,

gleichartige oder gleich wirkende Elemente jeweils mit
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denselben BRezugszeichen versehen sein. Die dargestellten
Elemente und deren GroRenverhdltnisse untereinander sind
nicht als maBstabsgerecht anzusehen, vielmehr kdnnen einzelne
Elemente, wie zum Beispiel Schichten, Bauteile, Bauelemente
und Bereiche, zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum

besseren Verstandnis tbertrieben grol dargestellt sein.

In Verbindung mit den Figuren 1A bis 1C ist ein Ausfihrungs-
beispiel fir eine Sensorvorrichtung 100 mit einem Sockel 1
und einem Sensorchip 2 gezeigt. Der Sensorchip 2 wird entlang
einer in Figur 1A angedeuteten Einschubrichtung 9 in eine
Offnung 11 des Sockels 1 eingeschoben und verbleibt dort im
eingeschobenen Zustand, wie in Figur 1B gezeigt ist. Figur 1C
zeigt einen Blick auf die Oberseite der Sensorvorrichtung
100. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich gleichermalien

auf alle Figuren 1A bis 1C.

Der Sensorchip 2 weist ein Sensormaterial 21 auf, auf dem
elektrische Anschliisse 22 aufgebracht sind. Insbesondere ist
der Sensorchip 2 rein beispielhaft als Temperatursensorchip
ausgebildet, der als Sensormaterial 21 ein Thermistormate-
rial, beispielsweise ein NTC- oder PTC-Material, insbesondere
ein Keramikmaterial, in Chipform aufweist, das mit den
elektrischen Anschlissen 22 in Form von Elektrodenschichten
bildenden Metallisierungen versehen ist. Senkrecht zur
Zeichenebene und parallel zur Einschubrichtung 9 kann der
Sensorchip 2 beispielsweise einen rechteckigen oder
kreisrunden Querschnitt aufweisen. Alternativ kann der
Sensorchip 2 auch eine andere Funktionalitdat und einen
anderen Aufbau aufweisen. Der Sensorchip 2 ist insbesondere
ein unbedrahtetes Bauelement, das iUber die elektrischen

Anschliisse 22 elektrisch kontaktierbar ist.
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Wie in den Figuren 1A und 1B erkennbar ist, wird der
Sensorchip 2 in die Offnung 11 des Sockels 1 eingeschoben,
wobei sich der Sensorchip 2 bevorzugt, wie in Figur 1B
gezeigt ist, im eingeschobenen Zustand vollstandig in der
Offnung 11 befindet. Der Sockel 1 weist ein Sockelelement 10
auf, das mit oder aus einem Keramikmaterial, beispielsweise
Aluminiumoxid und/oder Aluminiumnitrid, ist. Alternativ zu
den beschriebenen Keramikmaterialien kann das Sockelelement
10 insbesondere bel geringeren Einsatztemperaturen von 300°C
oder weniger auch ein Kunststoffmaterial aufweisen oder

daraus sein.

Das Sockelelement 10 weist die Offnung 11 zum Einschub des
Sensorchips 2 auf. Der Sensorchip 2 weist senkrecht zur
Einschubrichtung 9 einen Sensorchipgquerschnitt auf, wahrend
die Offnung 11 im Sockel 1, in die der Sensorchip 2
eingeschoben wird, senkrecht zur Einschubrichtung einen

Of fnungsquerschnitt aufweist. Wie in Figur 1C erkennbar ist,
sind der Sensorchipquerschnitt und der Offnungsquerschnitt
besonders bevorzugt geometrisch dhnlich und weisen somit eine
gleiche oder im Wesentlichen gleiche geometrische Form auf,
wobei der Offnungsquerschnitt etwas groBer als der
Sensorchipgquerschnitt sein kann, um ein Einschieben des

Sensorchips 2 in den Sockel 1 zu ermdglichen.

Weiterhin weist der Sockel 1 im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel
einen Federkontakt 12 auf, der im eingeschobenen Zustand des
Sensorchips 2 elektrisch leitend mit einem der elektrischen
Anschliissen 22 des Sensorchips 2 verbunden ist. Der Feder-
kontakt 12 dient zum einen der elektrischen Kontaktierung des
entsprechenden elektrischen Anschlusses 22. Zum anderen steht
der Federkontakt 12 mit dem elektrischen Anschluss 22

mechanisch in Kontakt und bewirkt eine Klemmkraft zu
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Halterung des Sensorchips 2 im Sockel 1. Der Federkontakt 12
wird durch ein in geeigneter Weise gebogenes drahtfdérmiges
Metallteil gebildet und weist innerhalb des Sockelelements 10
einen Federbereich 110 sowie auBerhalb des Sockelelements 10
einen Anschlussbereich 111 auf, Uber den ein externer
elektrischer Anschluss méglich ist. Weiterhin weist der
Sockel 1 im gezeigten Ausfihrungsbeispiel im Sockelelement 10
ein weiteres Kontaktelement 15 zur Kontaktierung des anderen
elektrischen Anschlusses 22 des Sensorchips 2 auf, das durch
einen metallischen Kontaktstift gebildet ist. Insbesondere
kann das weitere Kontaktelement 15 wie der Federkontakt 12
ausgebildet sein, jedoch ohne federnde Eigenschaften. Das
weitere Kontaktelement 15 weist ebenfalls einen

Anschlussbereich 111 aullerhalb des Sockelelements 10 auf.

Der Sensorchip 2 wird so in den Sockel 1 eingeschoben, dass,
wie in den Figuren 1B und 1C erkennbar ist, einer der
Anschlisse 22 durch den Federkontakt 12 und der andere der
Anschliisse 22 durch das weitere Kontaktelement 15 kontaktiert
wird, so dass iber die Anschlussbereiche 111 letztendlich das
Sensormaterial 21 elektrisch kontaktiert werden kann. Wie in
Figur 1B erkennbar ist, ist der Federkontakt 12 so ausge-
bildet und im Sockelelement 10 angeordnet, dass nur der
federnde Bereich 110 den Sensorchip 2, also insbesondere

einen elektrischen Anschluss 22 des Sensorchips 2, berihrt.

Solange der Sensorchip 2 nicht in den Sockel 1 eingeschoben
ist, kann der Federkontakt 12 mit dem federnden Bereich 110
in die Offnung 11 hineinragen. Beim Einschieben des
Sensorchips 2 in den Sockel 1 wird der federnde Bereich 110
vom Sensorchip 2 verdradngt und dadurch verformt und ist
bestrebt, in seine urspringliche Position zuriickzukehren,

wodurch die den Sensorchip 2 haltende Klemmkraft auf den
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Sensorchip 2 ausgelibt werden kann. Durch den Federkontakt 12
wird der Sensorchip 2 insbesondere gegen die dem Federkontakt
12 gegeniiber liegende Seite der Offnung 11 und das weitere
Kontaktelement 15 gedriickt und durch diese Klemmkraft in der
Offnung 11 und damit im Sockel 1 dauerhaft gehalten. Die
Ausibung der Klemmkraft wird durch das Einschieben des
Sensorchips 2 in den Sockel 1 bewirkt, so dass auBer dem
Einschieben des Sensorchips 2 in den Sockel 1 keine weiteren
MaBnahmen erforderlich sind, um die Klemmkraft auf den
Sensorchip 2 auszuliben. Insbesondere wird der Sensorchip 2 im
gezeigten Ausfihrungsbeispiel ausschliellich durch die

Klemmkraft dauerhaft im Sockel 1 gehalten.

Der Federkontakt 12 ist zumindest teilweise in einer in der
Offnung 11 ausgebildeten Nut 13 angeordnet, die in der
Offnungsinnenwand ausgebildet ist. Die Nut 13 ist so
ausgeformt, dass der Federkontakt 12 bis auf einen Teil des
federnden Bereichs 110 vollstandig in dieser angeordnet ist.
Weiterhin weist die Nut einen Hinterschnitt 14 auf, in den
der Federkontakt 12 eingreift. Insbesondere kann wie gezeigt
der federnde Bereich 110 des Federkontakts 12 in den
Hinterschnitt 14 eingreifen. Hierdurch kann der Federkontakt
12 im Sockelelement 10 zumindest entlang der Einschubrichtung
9 des Sensorchips 2 in die Offnung 11 verankert sein. Durch
die gezeigte gpezielle Ausformung des Federkontakts 12 und
der Nut 13 kann erreicht werden, dass sich beispielsweise bei
der Montage des Sensorchips 2 im Sockel 1 der Federkontakt 12
im Sockelelement 10 verkantet, so dass ein Verschieben des

Federkontakts 12 vermieden werden kann.

Die beschriebene Sensorvorrichtung 100 kann beispielsweise
als Temperatursensor mit einem NTC-Sensormaterial 21 fiir

Einsatztemperaturen bis zu 650°C verwendet werden. Die
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Ausfihrung der elektrischen Anbindung des Sensorchips 2 im
Sockel 1 mit zumindest einem Federkontakt 12 stellt sicher,
dass bei Berilicksichtigung der MaBtoleranzen der Sensorchip 2
im Sockel 1 eingepresst und fixiert ist. Durch die exakte
Positionierung des Sensorchips 2 in einem Gehduse iiber den
Sockel 2 ist ein duBerst reproduzierbares Ansprechverhalten
erreichbar. Gleiches gilt fir eine elektrische Isolation
zwischen den elektrischen Anschliissen des Sensors und einem

Gehduse, in dem die Sensorvorrichtung montiert wird.

In Verbindung mit den nachfolgenden Figuren sind weitere
Ausfiihrungsbeispiele fiir Sensorvorrichtungen 100 gezeigt, die
Modifikationen und Weiterbildungen des in Verbindung mit den
Figuren 1A bis 1C erlduterten Ausfiihrungsbeispiels bilden.
Die Beschreibung nachfolgender Ausfihrungsbeispiele bezieht
sich daher im Wesentlichen auf die Anderungen im Vergleich zu
jeweiligen vorherigen Ausfilhrungsbeispielen. Der Ubersicht-
lichkeit halber sind in den nachfolgenden Figuren nicht immer
alle Merkmale mit Bezugszeichen versehen. Nicht erlduterte
Merkmale konnen wie bei jeweiligen vorherigen

Ausfiihrungsbeispielen ausgebildet sein.

In den Figuren 2A bis 2F ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel
flir eine Sensorvorrichtung 100 gezeigt. Die Figuren 2A und 2B
zeigen Schnittdarstellungen entlang der in Figur 2C
angedeuteten Schnittebenen AA und BB, wobei in Figur 2C eine
Ansicht der Unterseite der Sensorvorrichtung 100 gezeigt ist.
In den Figuren 2D und 2E sind seitliche AuRenansichten der
Sensorvorrichtung 100 gezeigt, wdhrend in Figur 2F eine
Ansicht der Oberseite der Sensorvorrichtung 100 gezeigt ist.
Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich gleichermaBen auf

alle Figuren 2A bis 2F.
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Im Vergleich zum vorherigen Ausfithrungsbeispiel weist der
Sockel 10 einen jeweiligen Federkontakt 12 zur Kontaktierung
jedes elektrischen Anschlusses 22 des Sensorchips 2 auf.
Jeder Federkontakt 12 ist in einer entsprechenden Nut 13 im
Sockelelement 10 angeordnet und durch einen Hinterschnitt 14
verankert. Die Federkontakte 12 kénnen insbesondere wie der
in Verbindung mit dem vorherigen Ausfiihrungsbeispiel
beschriebene Federkontakt 12 ausgebildet sein. Da die
elektrischen Anschliisse 22 auf sich gegeniiber liegenden
Seiten des Sensorchips 2 angeordnet sind, sind auch die
Federkontakte 12 sich gegeniiber liegend angeordnet und kénnen
entlang entgegengesetzter Richtungen Krafte auf den
Sensorchip 2 ausiben, wodurch im Vergleich zum vorherigen
Ausfiihrungsbeispiel eine gréBere Klemmkraft erreicht werden
kann. Wie in den Figuren 2A bis 2F weiterhin angedeutet ist,
kénnen die Anschlussbereiche 111 der Federkontakte 12

deutlich lber das Sockelelement 10 hinaus verlangert sein.

In den Figuren 3A und 3B sind zwei Ausfihrungsbeispiele flr
Sensorvorrichtungen 100 gezeigt, die im Vergleich zu den
vorherigen Ausfihrungsbeispielen jeweils einen Sockel 1 mit
einem Tiefenanschlag 18 aufweisen. Hierzu ist die Offnung 11
im Sockelelement 10 vorteilhafterweise derart ausgebildet,
dass die maximale Einschubtiefe des Sensorchips 2 von der
Oberseite her in die Offnung 11 begrenzt ist und dass bei
einem vollstandigen Einschub des Sensorchips 2 in den Sockel
1 bis zum Tiefenanschlag 18 eine allseitig mechanisch feste
Position sichergestellt ist. Wie in Figur 3A angedeutet ist,
kann der Tiefenanschlag 18 durch eine Veranderung des
Offnungsquerschnitts der Offnung 11, beispielsweise in Form
einer stufenfdrmigen Verkleinerung des Offnungsquerschnitts
oder in Form einer zapfenfdrmigen Ausbuchtung in der

Of fnungsinnenwand, im Bereich der Unterseite des
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Sockelelements 10 gebildet sein. Alternativ hierzu kann die
Offnung 11 beispielsweise als Sackloch ausgebildet sein, wie
in Figur 3B angedeutet ist, das bis zur gewiinschten Einschub-
tiefe des Sensors 2 von der Oberseite des Sockelelements 10
in das Sockelelement 10 her hineinreicht, so dass der
Tiefenanschlag 18 durch den Boden der Offnung 11 gebildet

wird.

In den Figuren 4A bis 4F ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel
flir eine Sensorvorrichtung 100 gezeigt, wobei die jeweils
gezeigten Ansichten denen der Figuren 2A bis 2F entsprechen.
Im Vergleich zu den beiden vorherigen Ausfiihrungsbeispielen
weist der Sockel 1 in diesem Ausfiihrungsbeispiel einen
Tiefenanschlag 18 auf der Oberseite des Sockelelements 10 in
Form einer geschlossenen Sockelelementoberseite auf. Das
bedeutet insbesondere auch, dass die Einschubrichtung zum
Einschieben des Sensorchips 2 in den Sockel 1 in diesem
Ausfihrungsbeispiel entgegen der in Figur 1A gezeigten
Einschubrichtung von der Unterseite des Sockels 1 her
erfolgt. Ein solcher einseitig gedffneter und zur Oberseite
hin geschlossener Sockel 1 kann beispielsweise eine Trennung
und einen Schutz des Sensorchips 2 zur oberseitigen Umgebung

hin ermdglichen.

In Figur 5 ist eine Sensorvorrichtung 100 gemdl einem
weiteren Ausfihrungsbeispiel in einer der Figur 1C
entsprechenden Ansicht gezeigt. Im Vergleich zu den
vorherigen Ausfihrungsbeispielen weist der Sensorchip 2 der
Sensorvorrichtung 100 in diesem Ausfihrungsbeispiel ein
Sensormaterial 21 auf, das die elektrischen Anschlisse 22 auf
einer gleichen Seite aufweist. Beispielsweise kann es sich
bei dem gezeigten Sensorchip 2 um ein Platin-Element mit auf

einer Flache des Sensormaterials 21 befindlichen, als
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Elektroden ausgebildeten elektrischen Anschliissen 22 handeln.
Dementsprechend weist der Sockel auf einer selben Seite der
Offnung 11 angeordnete Federkontakte 12 auf, die in jeweils
einer Nut 13 angeordnet sind und die jeweils einen der
Anschlisse 22 in der vorab beschriebenen Weise kontaktieren.
Die Federkontakte 12 iben somit entlang einer gleichen
Richtung Krafte auf den Sensorchip 2 aus. Durch diese
Klemmkraft wird der Sensorchip 2 zwischen den Federkontakten
12 und der den Federkontakten 12 gegeniiber liegenden Seite

der Offnung 11 gehalten.

In Figur 6 ist ein weiteres Ausfiithrungsbeispiel fir eine
Sensorvorrichtung 100 gezeigt, die zusatzlich ein
Verbindungsmaterial 3 in der Offnung 11 aufweist. Das
Verbindungsmaterial 3 ist zwischen zumindest einem
elektrischen Anschluss 22 des Sensorchips 2 und zumindest
einem Federkontakt 12, durch den dieser Anschluss kontaktiert
wird, angeordnet. Wie in Figur 6 gezeigt ist, kann ein
solches Verbindungsmaterial 3 zwischen jedem Federkontakt 12

und dem jeweils kontaktierten Anschluss 22 angeordnet sein.

Das Verbindungsmaterial 3 kann eine stoffschliissige
Verbindung zwischen einem Federkontakt 12 und einem
elektrischen Anschluss 22 herstellen. Hierzu kann das
Verbindungsmaterial 3 beispielsweise ein Lot, ein
Sintermaterial oder einen elektrisch leitenden Klebstoff
aufweisen oder daraus sein. Das Verbindungsmaterial 3 kann
vor dem Einschieben des Sensorchips 2 in den Sockel 1 auf dem
oder den Federkontakten 12 und/oder auf dem oder den
entsprechenden elektrischen Anschlissen 22 aufgebracht
werden, beispielsweise in Form einer Sinter- oder Lot-Paste
oder in Form eines noch nicht ausgeharteten elektrisch

leitenden Klebstoffs. Ein Lot kann auch als sogenannte Lot-
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Preform wahrend des Einschiebens des Sensorchips 2 in die
Offnung 11 mit eingebracht werden. Durch eine Temperatur-
behandlung nach dem Einschieben des Sensorchips 2 kann das
Verbindungsmaterial 3 entsprechend ausgehdrtet beziehungs-
weise aufgeschmolzen und wieder verfestigt werden.
Beispielsweise kann im Falle der Verwendung einer sinterbaren
Paste auf Ag-Basis und einem mit Silber beschichteten
Federkontakt und/oder einem mit Silber beschichteten
elektrischen Anschluss eine Ag-Sinterverbindung durch eine
Temperaturbehandlung bei etwa 250°C herstellbar sein. Durch
das Verbindungsmaterial 3 kann zusdtzlich zur Klemmkraft eine

stoffschliissige Haltekraft bewirkt werden.

In den Figuren 7A bis 7F ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel
flir eine Sensorvorrichtung 100 gezeigt, wobei die jeweils
gezeigten Ansichten denen der Figuren 2A bis 2F beziehungs-
weise 4A bis 4F entsprechen. Im Vergleich zu den vorherigen
Ausfiihrungsbeispielen , bei denen die Anschlussbereiche 111
in Form von geraden Kontaktpins aus dem Sockelelement 10
herausragen, konnen die Anschlussbereiche 111 anders
ausgeformt sein. Wie in diesem Ausfihrungsbeispiel gezeigt,
kénnen die Anschlussbereiche 111 beispielsweise abgewinkelt
und abgeflacht ausgebildet sein, so dass die Sensorvor-
richtung 100 als SMT-Rauelement ausgebildet sein kann und
beispielsweise direkt auf einem Trager wie etwa einer
Leiterplatte durch Loéten oder Ag-Sintern montiert werden

kann.

In Figur 8 ist ein Ausschnitt eines Schnitts durch eine
Sensorvorrichtung 100 gemdl einem weiteren Ausfihrungs-
beispiel gezeigt. Die gezeigte Schnittebene steht dabei
senkrecht auf der Einschubrichtung des Sensorchips 2 in den

Sockel. Der Sockel und der Sensorchip 2 weisen in diesem
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Ausfihrungsbeispiel jeweils ein Verdrehsicherungselement 19,
29 auf, mit dem sichergestellt werden kann, dass eine
Verdrehung des Sensorchips 2 bei der Verarbeitung, beim
Einschieben des Sensorchips 2 in den Sockel oder in einer
Applikation vermieden werden kann. Die Verdrehsicherungs-
elemente 19, 20 sind im gezeigten Ausfithrungsbeispiel als
sich entlang der Einschubrichtung erstreckende Erhebung in
der Innenwand der Offnung 11 des Sockelelements 10 und als
dazu korrespondierende, im Sensorchip 2 verlaufende Kerbung
ausgebildet. Eine entsprechend umgekehrte Ausbildung ist
ebenfalls moéglich. Weiterhin kann der Sockel an einer
AulBenseite des Sockelelements alternativ oder zusatzlich auch
ein entsprechendes Verdrehsicherungselement aufweisen (nicht
gezeigt), durch das ein Verdrehen bei einem Einbau der
Sensorvorrichtung 100 in ein Gehduse oder System vermieden

werden kann.

In Figur 9 ist ein Ausfihrungsbeispiel gezeigt, bei dem der
Sockel 1 mit der vorab beschriebenen Klemmkontaktierung als
Teil eines schematisch angedeuteten Gehduses 99 ausgeformt
ist. Der Sensorchip 2 ist durch die gestrichelten Linien
angedeutet. Hierbei kann die Sensorvorrichtung 100 Teil eines
Systems mit einem Gehduse sein, das einen Teil aufweist, der
den Sockel 1 bildet. Dabei kann das Gehause 99 ein
Keramikmaterial oder einen Kunststoff aufweisen oder auch
komplett aus Keramik oder Kunststoff bestehen und einen
Bereich aufweisen, der den beschriebenen Steckkontakt fir den

Sensorchip 2 beinhaltet.

Alternativ kann der Sockel 1 auch so geformt sein, dass er
beispielsweise in eine Hilse des Gehauses 99 eingefiihrt
werden kann. Dabei kann die Hiilse Kunststoff, Keramikmaterial

und/oder Metall aufweisen oder daraus bestehen, widhrend der
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Sockel 1 ein Sockelelement bevorzugt aus einem Keramik-
material aufweist. Hierdurch kann beispielsweise im Falle
einer metallischen Hiillse sichergestellt sein, dass wahrend
der Montage und des Einbringens einer isolierenden Fillung in
das Gehause ein elektrischer Kontakt und somit ein
Kurzschluss vermieden werden kann. Die elektrische Isolierung
kann insbesondere durch die Gestaltung des Sockels 1
sichergestellt werden. Bei einer Befiillung des Gehduses 99
mit unterschiedlichen Fullstoffen, etwa fir unterschiedliche
Warmeleitfahigkeiten zur Verbesserung des Ansprechverhaltens,
kann der bevorzugt ein Keramikmaterial aufweisende Sockel als
Trennung zwischen diesen Bereichen dienen und eine
Vermischung vermeiden. Zur Verbesserung des Ansprechver-
haltens des Sensorchips 2 kann der Sockel 1, insbesondere das
Sockelelement, ein besonders schlecht warmeleitfahiges

Material aufweisen.

Die in den in Verbindung mit den Figuren beschriebenen
Merkmale und Ausfiihrungsbeispiele kdnnen gemal weiteren
Ausfihrungsbeispielen miteinander kombiniert werden, auch
wenn nicht alle Kombinationen explizit beschrieben sind.
Weiterhin kénnen die in Verbindung mit den Figuren
beschriebenen Ausfiihrungsbeispiele alternativ oder zusatzlich
weitere Merkmale gemal der Beschreibung im allgemeinen Teil

aufweisen.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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Einschubrichtung
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Federkontakt
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Kontaktelement
Tiefenanschlag
Verdrehsicherungselement
Sensormaterial
elektrischer Anschluss
Verdrehsicherungselement
Gehause
Sensorvorrichtung
federnder Bereich

Anschlussbereich
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Patentanspriiche

Sensorvorrichtung (100), aufweisend

einen Sockel (1) und einen Sensorchip (2),

wobel der Sensorchip in eine Offnung (11) des Sockels
eingeschoben und in dieser zumindest durch eine
Klemmkraft gehalten ist,

wobei der Sensorchip ein Sensormaterial (21) und
zumindest zweil elektrische Anschlisse (22) aufweist,
wobei der Sockel zumindest einen Federkontakt (12)
aufweist, der im eingeschobenen Zustand des Sensorchips
elektrisch leitend mit einem der zumindest zwei
elektrischen Anschlissen verbunden ist und zumindest

einen Teil der Klemmkraft bewirkt.

Sensorvorrichtung nach dem vorherigen Anspruch, wobei

der zumindest eine Federkontakt einen federnden Bereich

(110) aufweist und nur der federnde Bereich den

Sensorchip berihrt.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobel der zumindest eine Federkontakt einen
Anschlussbereich (111) aufweist, der aus dem Sockel

herausragt.

Sensorvorrichtung nach dem vorherigen Anspruch, wobei

der Anschlussbereich abgewinkelt und abgeflacht ist.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei der zumindest eine Federkontakt zumindest
teilweise in einer in der Offnung ausgebildeten Nut

(13) angeordnet ist.
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Sensorvorrichtung nach dem vorherigen Anspruch, wobei
die Nut einen Hinterschnitt (14) aufweist, in den der

zumindest eine Federkontakt eingreift.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei der Sockel zumindest zwei Federkontakte aufweist,
von denen jeder im eingeschobenen Zustand des
Sensorchips elektrisch leitend mit einem der zumindest
zwel elektrischen Anschliissen verbunden ist und

zumindest einen Teil der Klemmkraft bewirkt.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei die zumindest zweil Federkontakte entlang einer

gleichen Richtung Kradfte auf den Sensorchip ausiben.

Sensorvorrichtung nach dem vorherigen Anspruch, wobei
die zumindest zwei elektrischen Anschliisse auf einer

gleichen Seite des Sensorchips angeordnet sind.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei die zumindest zweil Federkontakte entlang
entgegengesetzter Richtungen Kradfte auf den Sensorchip

ausiben.

Sensorvorrichtung nach dem vorherigen Anspruch, wobei
die zumindest zwei elektrischen Anschliisse auf sich
gegenliberliegenden Seiten des Sensorchips angeordnet

sind.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei der Sensorchip senkrecht zu einer Einschub-
richtung einen Sensorchipgquerschnitt aufweist, die

Offnung senkrecht zur Einschubrichtung einen
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Of fnungsquerschnitt aufweist und der Sensorchip-
querschnitt und der Offnungsquerschnitt geometrisch

adhnlich sind.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobel der Sensorchip und die Offnung verdrehsicher

ausgebildet sind.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,

wobel die Offnung einen Tiefenanschlag (18) aufweist.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei der Sensorchip als Sensormaterial ein Thermistor-

material aufweist.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei der Sockel ein Kunststoffmaterial oder ein

Keramikmaterial aufweist.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei der Sockel als Teil eines Gehauses (99)

ausgeformt ist.

Sensorvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobei zur zusadtzlichen Fixierung des Sensorchips in der
Offnung zwischen einem elektrischen Anschluss und dem
zumindest einen Federkontakt ein Verbindungsmaterial

(3) angeordnet ist.
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